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LA - LeiterplattenAkademie GmbH

Aufgaben - Projekte - Schulungen
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Unsere Arbeitsfelder
Die LeiterplattenAkademie ist eine unabhéngige Schulungs- und
Weiterbildungseinrichtung fur die Fachbereiche:

‘ Schaltungsentwicklung

‘ CAD-Design

‘ CAM-Bearbeitung

‘ Leiterplattentechnologie
‘ Baugruppenproduktion
Die LeiterplattenAkademie versteht sich als Partner fur alle 6ffentlichen

Einrichtungen, Verbdnde und Unternehmen der Wirtschatt, die in
vergleichbaren Feldern engagiert sind.
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Unsere Aufgabe

Die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit einer Industriegesellschaft und
ihre technologische Kompetenz am Weltmarkt wird (auch) durch die
Quialitat inrer Elektronikprodukte bestimmt.

Die Entwicklung des Standortes Deutschland in Europa und der Erhalt
der internationalen Wettbewerbsfahigkeit setzen eine systematische
und kontinuierliche Qualifikation der Mitarbeiter eines Unternehmens
voraus. Das erfordert eine fachlich hochwertige Aus- und Weiterbildung.

Die LeiterplattenAkademie hat sich die Aufgabe gestellt, das erforder-

liche Fachwissen aus den Bereichen der Schaltungsentwicklung, des

CAD-Designs, der CAM-Bearbeitung, der Leiterplattentechnologie und
der Baugruppenproduktion in Seminaren, Workshops und Tutorials zu
vermitteln.

> Unser Vorhaben ist, die Entscheidungskompetenz und
das Verantwortungsbewul3tsein der Mitarbeiter sowie
das Miteinander der einzelnen Fachbereiche eines
Unternehmens zu fordern.

Technologische Aspekte

Hintergriinde

Viele Aufgabenstellungen bei der Konstruktion elektronischer
Baugruppen kénnen im ersten Anlauf nicht geldst werden, weil
die Nebenbedingungen nicht erkannt werden. Daflr zeichnet die
Diversifikation verantwortlich. Die Kombinationsmdglichkeit
unterschiedlichster Qualitaten hat in den letzten Jahren zu einer
dramatischen Zunahme an Fallunterscheidungen gefiihrt.

Hiel3 es beispielsweise friher:
"Welchen minimalen Abstand kdnnen zwei Leiterbahnen haben?",
so heildt es heute:

"Welchen minimalen Abstand kénnen zwei Leiterbahnen mit 2100ym
Breite haben, wenn die Basiskupferdicke 17ym betragt, und welcher
Mindestabstand muf3 dann zur Tangente des néchstgelegenen Vias
eingehalten werden, und welche Restringbreite ist dann noch minimal
zulassig?"

www.leiterplattenakademie.de 3
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Technologische Aspekte

Hintergriinde

Was sehen Sie?

Wahrscheinlich sehen Sie "Leiterbahnen”. Nun gut, das ist ein Anfang.

Technologische Aspekte

Hintergriinde

Leiterbahnen haben eine Grundlinie, eine Oberlinie, und Flanken.
Die elementaren geometrischen Eigenschaften sind dadurch definiert.

Die Vorgaben fir die Leiterplattenproduktion sind damit offensichtlich.
Mit Beriicksichtigung der erforderlichen Toleranzen kann die Atzbarkeit
ermittelt werden. Ein geeignetes mathematisches Modell kann das
mogliche Produktionsrisiko verbindlich abschétzen.

> Das wahrscheinliche Ergebnis einer Layoutkonstruktion
ist im Vorfeld einer Leiterplattenproduktion berechenbar.
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Technologische Aspekte
Hintergriinde

Der Querschnitt einer Leiterbahn
definiert Gber die Leitungslange
das Gewicht, den elektrischen
Widerstand, die Signalubertra-
gungsgeschwindigkeit, die Kapazitat,
die Induktivitat und die Entwarmunag.

C GND

Das elektromagnetische Feld zwischen den Leiterbahnen definiert
Uber die Einkopplung die Impedanz, die Signalintegritat und das EMV-
Verhalten. Der raumliche Abstand zwischen den Leiterbahnen definiert
das Ubersprechen, die Kriechstrome und die Spannungsfestigkeit.

Diese Effekte wirken direkt auf die Funktion einer Baugruppe.

> Die qualitativen Konsequenzen fir die physikalischen
Eigenschaften einer Baugruppenkonstruktion missen
prazise vorausgesagt werden kénnen.

Lernen und Handeln

Alle Disziplinen der Baugruppenproduktion beeinflussen einander.
Deshalb mussen Alle von Allem ausreichende Kenntnis haben.

Leiterplatte

www.leiterplattenakademie.de 5
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Lernen und Handeln

Der groR3te Vortell bietet sich im Vorfeld einer Baugruppenentwicklung,
also beim Ubergang vom Schaltplan zum CAD-Layout.

Wissen, das zu diesem Zeitpunkt eingesetzt werden kann, hat den
wirtschaftlich und technologisch hochwertigsten Nutzen fir das Produkt.

1Wissen 1Wissen 1Wissen

Leiterplatte

Lernen und Handeln

Schaltplane

Ursache
+

Folgen

Das Schaltungskonzept fixiert einzusetzende elektronische Bauteile.
Die Bauteile fixieren die geometrischen Anforderungen an das Layout.
Das Layout fixiert den Lagenaufbau und die Kosten der Leiterplatte.
Die Bauteilauswahl fixiert den Aufwand fiir L6ten und Repair.
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Lernen und Handeln

CAD-Layout

Ursache
+

Folgen

Die Layout-Geometrie fixiert die physikalischen Eigenschaften, die
pauschale Produzierbarkeit, die Produktionstoleranz und den Ausschuf3
in der Fertigung. Die Pad-Flachen fixieren die langfristige fehlerfreie
mechanische Stabilitat der Bauteile auf der geloteten Baugruppe.

Lernen und Handeln

CAM-Bearbeitung

Ursache
+

Folgen

Die physikalischen Anforderungen an die Leiterplatte fixieren die Aus-
wahl des Basismaterials. Die technischen Eigenschaften des Materials
und die galvanische Oberflache der Leiterplatte fixieren die Profile fr
das Lotverfahren sowie Anzahl und Zuverlassigkeit moglicher Létungen.
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